
公告期間： ～ （ ）

に付します。

1．競争入札に付する事項

仕様書のとおり

２．入札書等の提出場所等

入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先

（ダイヤルイン）

nyuusatsu_qst@qst.go.jp

入札説明書等の交付方法

上記２．(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,

住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記２．(1)のｱﾄﾞﾚｽに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所

入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限

開札の日時及び場所

令 和 8 年 7 月 8 日

国 立 研 究 開 発 法 人 量 子 科 学 技 術 研 究 開 発 機 構

財 務 部 長 服部　雅彦

記

（1） 件 名 蓄積リングモニタ機器制御用MTCAボードの購入

R8.7.8 R8.7.28 購入

入 札 公 告

下記のとおり 一般競争入札

（4） 履 行 場 所 仕様書のとおり

（1）

（2） 内 容

（3） 履 行 期 限 令和9年3月26日

E-mail：

（2）

令 和 8 年 7 月 28 日 (火)

〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川４丁目９番１号

ＴＥＬ 043-206-3014 ＦＡＸ 043-251-7979

（4）

令 和 8 年 7 月 29 日 (水) 17時00分

（5）

（3）

実 施 し な い

財務部 契約課　中林　美海

令 和 8 年 8 月 19 日 (水) 10時30分

本部（千葉地区） 入札事務室



３．競争に参加する者に必要な資格

当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

４．入札保証金及び契約保証金 免除

５．入札の無効

入札参加に必要な資格のない者のした入札

入札の条件に違反した者の入札

６．契約書等作成の要否 要

７．落札者の決定方法

８．その他

中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上　公告する。

（1） 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該

当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契

約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

（2） 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当す
る額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てた金額とする）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。

（2） 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第１項の規

定に該当しない者であること。

（3）

（4）

（5）

（1）

当機構の定める契約書（契約金額が500万円以上の場合）もしくは請書（契約金額
が500万円未満の場合）を作成するものとする。

上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は

令 和 8 年 7 月 23 日 (木)

その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記２．(2)により、入札

説明書の交付を受けること。

（1） この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力

団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

（2） 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することと

なったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

（3）

（4） 本入札に関して質問がある場合には 令 和 8 年 7 月 21 日 (火) 17:00までに

（2）

（1） 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を
行った入札者を落札者とする。　（最低価格落札方式）
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	これらのファームウェアに対応したデバイスドライバとAPIライブラリソフトウェアも制作すること。
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	(8) デジタル処理： 高速・大容量FPGAによる高速デジタル処理が可能なこと。
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	(4) AMCバックプレーン： 上記デジタル入力による
	(5) RTMトリガ： 上記デジタル入力による
	3.2.7 RTMとの接続
	(1) コネクタ： Zone 3 ZDコネクタ
	(2) ピン配置： MicroTCA.4 Class A1.1準拠
	3.2.8. FPGA
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	3.2.11 状態監視・制御
	(1) IPMIによる状態監視・制御ができること。
	(2) 温度・電源などが監視できること。
	(3) 前面パネルにLED表示をいくつか設けること。
	3.2.12電源
	(1) AMCバックプレーンより供給
	(2) 電圧 マネジメント用： 3.3 V  主電源用： 12 V
	(3) Zone 3よりRTMへ電源を出力（30 W max.）
	(4) 消費電力： 50 W 以下（RTM除く）
	3.2.13構造
	寸法： MicroTCA.4 AMC Double-width Mid-size
	重量： 3 kg以下
	3.2.14基本ファームウェア
	① AD変換データ処理の参考ブロック図を図4に示す。
	② ADCからのサンプルデータ・波形データを読み出せること。
	データ型: 符号付き16ビット整数
	波形データは間引いて取得できることとし、間引き周期は上位から指定でき
	ること。
	間引き周期 (,𝑁-WF.): 0 – 65,535クロック（全チャンネル共通）
	データレート: ,,𝑓-CLK.-,𝑁-WF..
	波形データ長: 16,384
	ADCの最新値（点データ）が取得できること。
	ADCデータの絶対値をピークホールドし、最近の最大値が取得できること。
	ピークホールドした値は1秒程度ごとに自動リセットすること。
	③ ADCからのデータが正弦波の際にデジタルダウンコンバージョン (DDC) を行って、IQ (In-phase and Quadrature) 波形に変換できること。
	④ DDCをバイパスする機能を設け、チャンネルごとに設定できること。
	⑤ DDCタップ数は以下のとおりとする。
	タップ数 : 4 – 16
	タップ数は上位から指定できること。
	タップ数は全チャンネル共通とする。
	⑥ DDC係数は以下のとおりとする。
	データ型: 符号付き16ビット複素固定小数点数（小数部12ビット）
	係数は上位から指定できること。
	係数は全チャンネル共通とする。
	⑦ DDCの位相は外部信号で初期化できること。
	初期化トリガは、フロントパネル入力、Zone 3 CLK入力、M-LVDS入力から選択できること。
	初期化は全チャンネル同時とする。
	⑧ DDC係数の乗算後、高調波を取り除くために移動平均フィルタをかけること。
	移動平均フィルタタップ数: 4 – 16
	タップ数はDDCタップ数と同一とし、上位から指定できること。
	⑨ DDC出力IQデータは以下のとおりとする。
	データレート (,𝑓-IQ.): ,,𝑓-CLK.-4.
	データ型: 符号付き16ビット複素整数
	⑩ DDC出力IQデータに以下のFIRフィルタをかけられること。
	FIRフィルタタップ数: 1 – 31（奇数のみ）
	タップ数は上位から指定できること。
	タップ数は全チャンネル共通とする。
	⑪ FIRフィルタ係数は以下のとおりとする。
	データ型: 符号付き16ビット固定小数点数（小数部14ビット）
	係数は対称とし、タップ数の半分の個数の係数を上位から指定できること。
	係数は全チャンネル共通とする。
	⑫ FIRフィルタ出力IQデータは以下のとおりとする。
	データレート: ,𝑓-IQ.
	データ型: 符号付き16ビット複素整数
	⑬ IQデータの振幅と位相を調整するため、以下の複素係数をかけられること。
	データ型: 符号付き18ビット固定小数点数（小数部14ビット）
	係数は上位から指定できること。
	係数は各チャンネル別々に指定できること。
	⑭ IQ出力データ
	データレート: ,𝑓-IQ.
	データ型: 符号付き16ビット複素整数
	IQデータ取得
	IQ波形の記録ができること。
	⑮ DDC後のIQサンプルデータ・IQ波形データを読み出せること。
	波形データは間引いて取得できることとし、間引き周期は上位から指定できること。
	間引き周期 (,𝑁-WF.): 0 ~ 65,535クロック（ADC波形と共通、全チャンネル共通）
	データレート: ,,𝑓-IQ.-,𝑁-WF..
	データ型: 符号付き16ビット複素整数
	波形データ長: 4,096
	IQの最新値（点データ）が取得できること。

	(2) ADC, IQ 波形収集
	① 波形収集トリガ
	セルフトリガ、デジタル入力、ソフトウェアトリガ、異常検出が選択できること。
	トリガはADC, IQ共通で、全チャンネル共通とする。
	② 波形データはリングバッファに取り込んでおき、トリガを検出してから所定のタイミング後にバッファ更新を停止し、メモリにコピーすること。
	③ セルフトリガ
	ソースとして、ADC値の上限・下限、IQ振幅2乗値の上限・下限が設定できること。
	それぞれのトリガソースの有効・無効が設定できること。
	④ デジタル入力トリガ
	ソースとして、前面パネルデジタル入力、Zone 3デジタル入力、M-LVDS入力が設定できること。
	それぞれのトリガソースの有効・無効が設定できること。
	⑤ ソフトウェアからの命令でトリガがかけられること。
	⑥ 異常検出トリガ
	上記のセルフトリガ、デジタル入力、ソフトウェアトリガを異常検出トリガ（インターロック入力）に割り当てられること。
	異常検出時のデータは、通常のトリガでのデータと異なるアドレスに保存すること。
	異常検出の要因やその先着判定結果を保持し、取得できること。
	保持したデータは上位からの命令でクリアできること。
	⑦ トリガ入力からリングバッファ更新停止までの遅延量を上位から指定できること。
	遅延量は0 – 65,535クロックが設定できること。
	遅延量はADC, IQ共通、全チャンネル共通とする。
	⑧ トリガ繰り返しは60 Hz以上に対応すること。
	⑨ トリガ出力として、各種通常トリガ、および、異常検出トリガをそれぞれデジタル出力できること。
	⑩ 波形データはDMAによる高速転送ができること。

	(3) DA変換出力
	① DA変換器から以下のような任意の波形を出力できること。
	データ型: 符号付き16ビット整数
	波形データ長: 8,192
	波形データ更新クロックは分周できることとし、分周比は上位から指定できること。
	データ更新クロック分周比: 0 – 65,535クロック（全チャンネル共通）
	最大データレート: ,𝑓-IQ.
	② DC的な出力もできること。
	③ 波形出力トリガとして、デジタル入力、ソフトウェアトリガ、セルフトリガが選択できること。
	④ トリガ繰り返しは60 Hz以上に対応すること。

	(4) 割り込み
	波形取得完了などの際にCPUに割り込みを発生できること。

	(5)モジュールの各種設定・制御
	① ADC・DACの設定ができること。
	② 内部クロックの周波数を設定できること。
	③ 内部クロック、外部クロック、RTMクロックを切り替えられること。
	④ AMC前面パネル、AMCバックプレーン、Zone 3コネクタなどのデジタル入出力ができること。
	⑤ RTMの各種制御ができること(IPMB, User I2Cなど)。
	⑥ 温度などの状態監視ができること。
	3.2.15  BPM信号処理装置用 拡張ファームウェア

	(1)概要
	① 信号の流れの参考ブロック図を図５に示す。
	② BPMの信号は4 ch. 1組で、2組分のデータが同時に処理できること。
	BPM 1はch. 1 – 4を、BPM 2はch. 7 – 10を使用する。
	Ch. 5, 6は基準信号モニタとして使用する。

	（2）CODプロセス部
	① COD (Closed Orbit Distortion) プロセス部の参考ブロック図を図６に示す。
	② CODプロセスにおいて、検出した信号に対して以下の3種類のデジタルフィルタが同時にかけられること。
	TbT (Turn-by-Turn) データ: バンド幅 100 kHz – 1 MHz
	FA (Fast Acquisition) データ: バンド幅 2 kHz 程度
	SA (Slow Acquisition) データ: バンド幅 2 Hz 程度
	CODプロセスにおいて、検出した波形を同時に以下の3種類のデータレートでデシメーションし、BPM演算部に出力できること。
	TbTデータ (,𝑓-TbT.): 200 kSPS – 1 MSPS
	FAデータ (,𝑓-FA.): 10 kSPS
	SAデータ (,𝑓-SA.): 10 SPS
	③ CODプロセスのTbT, FA, SAの各データストリームの初段にて以下のCICフィルタをかけてデシメーションできること。
	ステージ数 (𝑵): 3（固定）
	タップ数 (𝑴𝑹): 8 – 512（ダウンサンプル周期 𝑹 の2倍）
	ダウンサンプル周期 (𝑹): 4 – 256（別途指示する。）
	④ TbT用CICフィルタ・デシメータの入出力データは以下のとおりとする。
	DDCフロントエンド部からのIQデータが入力される。
	入力データレート: ,𝒇-𝐈𝐐.
	入力データ型: 符号付き16ビット複素整数
	出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,𝑹-𝐓𝐛𝐓..
	出力データ型: 符号付き20ビット複素整数
	ゲイン: 16倍（4ビット分）
	⑤ FA用CICフィルタ・デシメータの入出力データ
	TbT用FIRフィルタの出力IQデータが入力される。
	入力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,𝑹-𝐓𝐛𝐓..
	入力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝐓𝐛𝐓.,𝑹-𝐅𝐀...
	出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑥ SA用CICフィルタ・デシメータの入出力データ
	FA用ダウンサンプラの出力IQデータが入力される。
	入力データレート: ,𝒇-𝐅𝐀.
	入力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	出力データレート: ,,𝒇-𝐅𝐀.-,𝑹-𝐒𝐀..
	出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑦ TbT, FA, SAの各データストリームのCICフィルタ・デシメータの後にFIRを設けること。
	FIRフィルタのタップ数: 1 ～ 64（別途指示する。）
	FIRフィルタの係数データ型: 符号付き16ビット固定小数点数（小数部14ビット）
	FIRフィルタの係数はTbT, FA, SAそれぞれ独立に上位から設定できること。
	⑧ TbT用FIRフィルタ・デシメータの入出力データは以下のとおりとする。
	TbT用CICフィルタ・デシメータ部からのIQデータが入力される。
	入出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,𝑹-𝐓𝐛𝐓..
	入力データ型: 符号付き20ビット複素整数
	出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	ゲイン: 16倍（4ビット分）
	⑨ FA用CICフィルタ・デシメータの入出力データは以下のとおりとする。
	FA用CICフィルタ・デシメータ部からのIQデータが入力される。
	入出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝐓𝐛𝐓.,𝑹-𝐅𝐀...
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑩ SA用CICフィルタ・デシメータの入出力データは以下のとおりとする。
	SA用CICフィルタ・デシメータ部からのIQデータが入力される。
	入力データレート: ,,𝒇-𝐅𝐀.-,𝑹-𝐒𝐀..
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑪ TbT, FA, SAの各データストリームのFIRフィルタ出力データを間引くためにダウンサンプラを設けること。このダウンサンプラの出力をBPM演算に使用する。
	間引き周期 (𝑻): 1 ～ 64（別途指示する。）
	⑫ TbT用ダウンサンプラの入出力データは以下のとおりとする。
	TbT用FIRフィルタからのIQデータが入力される。
	入力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,𝑹-𝐓𝐛𝐓..
	出力データレート (,𝒇-𝐓𝐛𝐓.): ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝐓𝐛𝐓.,𝑻-𝐓𝐛𝐓...  (0.1 ~ 1 MSPS)
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑬ FA用ダウンサンプラの入出力データは以下のとおりとする。
	FA用FIRフィルタからのIQデータが入力される。
	入力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝐓𝐛𝐓.,𝑹-𝐅𝐀...
	出力データレート (,𝒇-𝐅𝐀.): ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝐓𝐛𝐓.,𝑹-𝐅𝐀.,𝑻-𝐅𝐀...  (10 kSPS)
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑭ SA用ダウンサンプラの入出力データは以下のとおりとする。
	SA用FIRフィルタからのIQデータが入力される。
	入力データレート: ,,𝒇-𝐅𝐀.-,𝑹-𝐒𝐀..
	出力データレート (,𝒇-𝐒𝐀.): ,,𝒇-𝐅𝐀.-,,𝑹-𝐒𝐀.,𝑻-𝐒𝐀...  (10 SPS)
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑮ CICフィルタ・デシメータ、および、ダウンサンプラのクロックは外部信号で初期化できること。
	初期化は全チャンネル同時とする。

	(3) SPプロセス部
	① SP (Single-Pass) プロセス部の参考ブロック図を図７に示す。
	② SPプロセス部では、DDC部からのIQデータに8種類のマスクを並列にかけて、得られたデータをBPM演算部に出力すること。
	外部デジタル入力からの周回周波数 (0.1 ～ 1 MSPS) に同期したマスクをIQデータにかけて出力すること。
	マスク形状は上位から指定できること。
	マスク数: 4種類並列
	マスクビット数: 4,096 max.
	マスクはBPMデータ4チャンネル分共通の2組とする。
	周回周波数の入力元を選択できること。
	周回周波数の立ち上がりでマスクの先頭に戻ること。
	③ SPプロセスのマスクが正しくかかっているか確認できるよう、マスクをかけた後の波形を取得できること。
	波形データ長: 4,096 max.
	波形取得のトリガは3.2.14(2)に準ずることとし、異常検出は不要である。

	(4) 較正トーンプロセス部
	① 較正トーン (Cal. Tone) プロセスでは、4種類の周波数の信号をDDCにより抽出し、デジタルフィルタ・デシメータでの処理後、10 SPSのIQデータとして出力すること。
	② 較正トーンプロセス部の参考ブロック図を図８に示す。
	③ DDC後のIQデータに対してNCOを用いたDDC処理をおこなって4種類の較正トーンを抽出すること。
	NCOにより較正トーンをベースバンドに落とすためのDDC係数を生成すること。
	NCO数: 4（全チャンネル共通）
	NCO動作周波数: ,𝒇-𝐈𝐐.
	周波数分解能: 0.1 Hz程度
	周波数設定分解能: 32ビット
	各NCOの周波数を上位から設定できること。
	DDC係数データ型: 符号付き16ビット複素固定小数点数（小数部12ビット）
	IQデータとNCOデータの複素数乗算をして出力すること。
	入出力データレート: ,𝒇-𝐈𝐐.
	入出力データ型: 符号付き16ビット複素整数
	④ 較正トーンプロセス部では、DDC係数乗算後、2段のCICフィルタ・デシメータとFIRフィルタ、ダウンサンプラを介して10 SPSのデータレートで出力すること。
	⑤ 較正トーンプロセス部のCICフィルタ・デシメータは以下のとおりとする。
	DDC係数の乗算後、高調波を取り除くために2段のCICフィルタ・デシメータをかけること。
	CICステージ数 (𝑵): 3（固定）
	1段目CICタップ数: 4 ～ 8,192（1段目ダウンサンプル周期と同一）
	2段目CICタップ数: 8 ～ 16,384（2段目ダウンサンプル周期の2倍）
	1段目CICダウンサンプル周期 (,𝑹-𝟏.): 4 ～ 8,192 クロック（別途指示する。）
	2段目CICダウンサンプル周期 (,𝑹-𝟐.): 4 ～ 8,192 クロック（別途指示する。）
	ダウンサンプル周期は全チャンネル共通、かつ、全較正トーン共通とする。
	1段目CIC出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,𝑹-𝟏..
	2段目CIC出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝟏.,𝑹-𝟐...
	データ型: 符号付き24ビット複素整数
	1段目CICのゲイン: 256倍（8ビット分）
	⑥ 較正トーンプロセス部の1段目のCICフィルタ・デシメータのあとに係数をかけてゲイン調整ができること。
	係数データ型: 符号なし16ビット固定小数点数（小数部8ビット）
	ゲインは各チャンネル、各較正トーン、すべて別々の値が上位から設定できること。
	入出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,𝑹-𝟏..
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑦ 較正トーンプロセス部のCICフィルタ適用後のデータの特性をさらに調整するため、FIRフィルタをかけられること。
	FIRフィルタタップ数: 1 – 64（別途指示する。）
	FIRフィルタ係数データ型: 符号付き16ビット固定小数点数（小数部14ビット）
	フィルタ係数は上位から指定できることとし、全チャンネル共通、かつ、全較正トーン共通とする。
	入出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝟏.,𝑹-𝟐...
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑧ 較正トーンプロセス部のFIRフィルタの出力データを間引くためのダウンサンプラを設けること。
	間引き周期 (𝑻): 1 – 64（別途指示する。）
	周期は全チャンネル共通、かつ、全較正トーン共通とする。
	入力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝟏.,𝑹-𝟐...
	出力データレート: ,,𝒇-𝐈𝐐.-,,𝑹-𝟏.,𝑹-𝟐.𝑻..  (10 SPS)
	入出力データ型: 符号付き24ビット複素整数
	⑨ 各チャンネル、各較正トーンの出力値をレジスタに保持すること。
	データ長: 256 points
	データ型: 符号付き24ビット複素整数
	最新データを示すポインタも取得できること。
	⑩ ファームウェア容量が足りない場合は、4種類の周波数の演算を並列に行わず、各周波数を順番に処理してもよい。

	(5)ビーム位置演算
	① CODプロセスとSPプロセスから得られたデータから信号振幅を求め、リアルタイムにビーム位置が演算できること。
	② ビーム位置の計算は所定の ,Δ-Σ. の計算後、7次多項式にて求める。
	③ BPM演算部の参考ブロック図を図９に示す。
	④ BPM演算部の入力データは以下のとおりである。
	CODプロセスのデータ型: 符号付き24ビット複素整数 x 4 (データストリーム1つ、BPM 1台につき)
	CODプロセスのデータはTbT, FA, SA 並列で処理すること。
	SPプロセスのデータ型: 符号付き16ビット複素整数 x 4 x (Mask Length) (BPM 1台につき)
	SPプロセスでは、マスク4種類分のデータを並列で処理すること。
	⑤ 振幅演算
	CODデータについては、チャンネルごとにCORDICにて ,,𝐈-𝟐.+,𝐐-𝟐.. の演算を行うこと。
	SPデータについては、チャンネルごとに ,𝒏-,,𝑰-𝒏-𝟐.+,𝑸-𝒏-𝟐... を計算し、CORDICにて平方根をとること。
	出力データ型: 符号なし24ビット整数 x 4
	⑥ オフセット補正
	すべての振幅演算後のデータにおいて、振幅のオフセット補正ができること。
	オフセットは各チャンネル、各データストリーム、各マスク、すべて独立とする。
	データ型: 符号なし24ビット整数 x 4
	⑦ 振幅計算結果そのものの値を保持すること。
	⑧ ,Δ-Σ. 演算（4電極）
	以下の式にしたがって ,𝚫-𝒙., ,𝚫-𝒚. を演算すること。 ,𝚫-𝒙.=,,,𝑽-𝟏.−,𝑽-𝟐.−,𝑽-𝟑.+,𝑽-𝟒..-,,𝑽-𝟏.+,𝑽-𝟐.+,𝑽-𝟑.+,𝑽-𝟒...  ,𝚫-𝒚.=,,,𝑽-𝟏.+,𝑽-𝟐.−,𝑽-𝟑.−,𝑽-𝟒..-,,𝑽-𝟏.+,𝑽-𝟐.+,𝑽-𝟑.+,𝑽-𝟒...
	入出力データ型: 符号付き24ビット固定小数点数（小数部23ビット）
	⑨ 多項式演算（4電極）
	以下の7次多項式にて 𝑿, 𝒀 のビーム位置を算出し、保持すること。 𝑿=,𝒏=𝟎-𝟕-,𝒎=𝟎-𝟕−𝒏-,𝒂-𝒏𝒎.,𝚫-𝒙-𝒏.,𝚫-𝒚-𝒎...  𝒀=,𝒏=𝟎-𝟕-,𝒎=𝟎-𝟕−𝒏-,𝒃-𝒏𝒎.,𝚫-𝒙-𝒏.,𝚫-𝒚-𝒎...
	出力データ型: 符号付き24ビット固定小数点数（小数部20ビット）
	係数データ型: 単精度浮動小数点数
	⑩ 3電極の ,Δ-Σ. 演算
	以下の式にしたがって ,𝚫-𝒙𝒖., ,𝚫-𝒙𝒅., ,𝚫-𝒚𝒍., ,𝚫-𝒚𝒓. を演算すること。 ,𝚫-𝒙𝒖.=,,,𝑽-𝟏.−,𝑽-𝟐..-,,𝑽-𝟏.+,𝑽-𝟐...  ,𝚫-𝒙𝒅.=,,,𝑽-𝟒.−,𝑽-𝟑..-,,𝑽-𝟑.+,𝑽-𝟒...  ,𝚫-𝒚𝒍.=,,,𝑽-𝟐.−,𝑽-𝟑..-,,𝑽-𝟐.+,𝑽-𝟑...  ,𝚫-𝒚𝒓.=,,,𝑽-𝟏.−,𝑽-𝟒..-,,𝑽-𝟏.+,𝑽...
	入出力データ型: 符号付き24ビット固定小数点数（小数部23ビット）
	⑪ 3電極の多項式演算
	以下の7次多項式にて 𝑿, 𝒀 のビーム位置（4種類）を算出し、保持すること。 ,𝑿-𝟏.=,𝒏=𝟎-𝟕-,𝒎=𝟎-𝟕−𝒏-,𝒂-𝟏𝒏𝒎.,𝚫-𝒙𝒅-𝒏.,𝚫-𝒚𝒍-𝒎...  ,𝑿-𝟐.=,𝒏=𝟎-𝟕-,𝒎=𝟎-𝟕−𝒏-,𝒂-𝟐𝒏𝒎.,𝚫-𝒙𝒅-𝒏.,𝚫-𝒚𝒓-𝒎...  ,𝑿-𝟑.=,𝒏=𝟎-𝟕-,𝒎=𝟎-𝟕−𝒏-,𝒂-𝟑𝒏𝒎.,𝚫-𝒙𝒖-𝒏.,𝚫-𝒚𝒓-𝒎... ...
	各計算式の係数の総数は36である。
	出力データ型: 符号付き24ビット固定小数点数（小数部20ビット）
	係数データ型: 単精度浮動小数点数
	⑫ 多項式の係数はBPM 2台分独立の2組設定できること。
	⑬ ベクトル和
	各BPMの4チャンネルのIQベクトル和を保持すること。
	出力データ型: 符号付き24ビット整数
	⑭ ビーム位置の演算は、通常の4電極での計算、および、そのうち3電極の組み合わせ（4種類）での計算の両方が同時にできること。
	SAデータにおいては、4電極、3電極のすべてのデータを同時に算出すること。
	FAデータの3電極の計算においては、いずれかを選択して1種類のみ出力できればよい。
	TbTデータ、SPデータの3電極の計算は不要である。

	(6)基準信号データ
	① Ch. 5, 6のデータはBPM位置の演算をせずに記録する。
	② それぞれのチャンネルにおいて以下のデータを保持すること。
	各チャンネルのTbT, FA, SA、および、SPの4種類のマスク、それぞれのIQデータ。
	保持するデータの深さはビーム位置の各データストリームに準ずる。

	(7)インターロック機能
	① ビーム位置の上下限でインターロックを発報できること。
	FAデータのX, Yデータを使用する。
	4電極から計算したもの、または、3電極から計算したもののいずれかを選択できること。
	X, Y それぞれの上下限を上位から設定できること。
	インターロックの有効・無効を設定できること。
	インターロック信号をAMC前面パネル、AMCバックプレーンのM-LVDSに出力できること。
	インターロックはラッチすることとし、外部からの命令によってクリアできること。
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